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一种miniled背光基板封装方法

(57)摘要

一种miniled背光基板封装方法，包括以下

步骤：备料步骤：准备双面覆铜板，所述双面覆铜

板的厚度为100～1000μm，其中单层铜箔的厚度

为12～35μm；钻孔步骤：对所述双面覆铜板进行

钻孔，确保所钻的钻孔贯穿所述双面覆铜板的两

层铜箔；镀铜步骤：对所述双面覆铜板的钻孔孔

壁进行镀铜，以使位于所述钻孔孔壁的镀铜层连

接所述双面覆铜板两面的铜箔，以使所述双面覆

铜板两面的铜箔形成电连接；填孔步骤：用白色

树脂或白色油墨将所述钻孔填满.所述异向导电

胶制作步骤所用到的白色树脂熔化，并因表面张

力包裹所述miniled芯片的侧面，从而将芯片独

立包裹，形成反射杯，提高了光的反射亮度。
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1.一种miniled背光基板封装方法，其特征在于，包括以下步骤：

备料步骤：准备双面覆铜板，所述双面覆铜板的厚度为100～1000μm，其中单层铜箔的

厚度为12～35μm；

钻孔步骤：对所述双面覆铜板进行钻孔，确保所钻的钻孔贯穿所述双面覆铜板的两层

铜箔；

镀铜步骤：对所述双面覆铜板的钻孔孔壁进行镀铜，以使位于所述钻孔孔壁的镀铜层

连接所述双面覆铜板两面的铜箔，以使所述双面覆铜板两面的铜箔形成电连接；

填孔步骤：用白色树脂或白色油墨将所述钻孔填满；

电路制作步骤：在双面覆铜板的两面分别制作正、反面电路，并在所述电路设置电路焊

盘；

阻焊层制作步骤：用白色阻焊油墨将所述双面覆铜板的底面涂覆，用白色阻焊油墨将

所述双面覆铜板的顶面边缘涂覆，以保护电路；

抗氧化层制作步骤：在所述电路焊盘的裸露表面镀抗氧化层；

异向导电胶制作步骤：通过白色树脂将异向导电胶/异向导电胶膜贴附在需要贴装

miniled芯片的电路焊盘；

固晶步骤：将miniled芯片转移至相应的所述电路焊盘，并将所述miniled芯片粘合在

所述异向导电胶/异向导电胶膜的表面；

封装步骤：将所述miniled芯片与所述电路焊盘通过回流焊接的方式焊接在一起，回流

焊接后，所述异向导电胶制作步骤所用到的白色树脂熔化，并因表面张力包裹所述miniled

芯片的侧面，而所述异向导电胶/异向导电胶膜在所述miniled芯片的底部受热熔化，以将

所述miniled芯片的底部焊盘与所述基板的焊盘导通焊接。

2.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：所述双面覆铜板的

树脂层为BT树脂。

3.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：所述双面覆铜板为

Tg值大于150摄氏度的FR4双面覆铜板。

4.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：在所述填孔步骤中，

将所述钻孔填满后，将钻孔孔口边缘处多余的树脂或油墨研磨去掉，以使所述钻孔孔口边

缘处平整。

5.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：所述抗氧化层为镍

金、镍钯金或OSP抗氧化膜。

6.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：所述异向导电胶/异

向导电胶膜的导电粒子的球径为5～10μm，所述导电粒子采用铋‑锡合金。

7.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：所述miniled芯片为

miniled倒装芯片，将所述miniled倒装芯片的正、负极分别通过所述异向导电胶/异向导电

胶膜来实现与基板的正负极焊盘电连接。

8.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：在所述封装步骤中，

通过对所述miniled芯片进行模压灌胶或印刷封胶的方式进行封装，使所述miniled芯片表

面形成封装胶，其中所述封装胶中含有荧光粉。

9.根据权利要求1所述的miniled背光基板封装方法，其特征在于：在所述异向导电胶
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制作步骤中，所述异向导电胶/异向导电胶膜的厚度为10～12μm。
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一种miniled背光基板封装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种miniled背光基板封装方法。

背景技术

[0002] 倒装芯片的规格越来越小，正负极的间隙最小达20μm。目前普通银浆或锡浆最小

间隙只能实现正负极间隙为50μm的贴装，而且难度巨大，易造成正负极的微短路。

[0003] Miniled背光基板芯片数量巨大，对于传统的银浆和锡膏工艺，在生产时，因固晶

时间太长，浆料的溶剂易挥发，而造成贴装的失效。

[0004] 另外，现有技术中的背光基板的亮度损失很大，而且有光的衍射问题，无法阻光，

影响视觉感受。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种miniled背光基板封装方

法，其能提高背光基板的光源反射亮度。

[0006] 本发明的目的采用如下技术方案实现：

[0007] 一种miniled背光基板封装方法，包括以下步骤：

[0008] 备料步骤：准备双面覆铜板，所述双面覆铜板的厚度为100～1000μm，其中单层铜

箔的厚度为12～35μm；

[0009] 钻孔步骤：对所述双面覆铜板进行钻孔，确保所钻的钻孔贯穿所述双面覆铜板的

两层铜箔；

[0010] 镀铜步骤：对所述双面覆铜板的钻孔孔壁进行镀铜，以使位于所述钻孔孔壁的镀

铜层连接所述双面覆铜板两面的铜箔，以使所述双面覆铜板两面的铜箔形成电连接；

[0011] 填孔步骤：用白色树脂或白色油墨将所述钻孔填满；

[0012] 电路制作步骤：在双面覆铜板的两面分别制作正、反面电路，并在所述电路设置电

路焊盘；

[0013] 阻焊层制作步骤：用白色阻焊油墨将所述双面覆铜板的底面涂覆，用白色阻焊油

墨将所述双面覆铜板的顶面边缘涂覆，以保护电路；

[0014] 抗氧化层制作步骤：在所述电路焊盘的裸露表面镀抗氧化层；

[0015] 异向导电胶制作步骤：通过白色树脂将异向导电胶/异向导电胶膜贴附在需要贴

装miniled芯片的电路焊盘；

[0016] 固晶步骤：将miniled芯片转移至相应的所述电路焊盘，并将所述miniled芯片粘

合在所述异向导电胶/异向导电胶膜的表面；

[0017] 封装步骤：将所述miniled芯片与所述电路焊盘通过回流焊接的方式焊接在一起，

回流焊接后，所述异向导电胶制作步骤所用到的白色树脂熔化，并因表面张力包裹所述

miniled芯片的侧面，而所述异向导电胶/异向导电胶膜在所述miniled芯片的底部受热熔

化，实现所述miniled芯片的底部焊盘与所述基板焊盘的导通焊接。
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[0018] 具体地，所述双面覆铜板的树脂层为BT树脂。

[0019] 具体地，所述双面覆铜板为Tg值大于150摄氏度的FR4双面覆铜板。

[0020] 具体地，在所述填孔步骤中，将所述钻孔填满后，将钻孔孔口边缘处多余的树脂或

油墨研磨去掉，以使所述钻孔孔口边缘处平整。

[0021] 具体地，所述抗氧化层为镍金、镍钯金或OSP抗氧化膜。

[0022] 具体地，所述异向导电胶/异向导电胶膜的导电粒子的球径为5～10μm，所述导电

粒子采用铋‑锡合金。

[0023] 具体地，所述miniled芯片为miniled倒装芯片，将所述miniled倒装芯片的正、负

极分别通过所述异向导电胶/异向导电胶膜来实现与基板的正负极焊盘电连接。

[0024] 具体地，在所述封装步骤中：按特定的ACF或ACP回流温度曲线，对完成固晶的基板

进行回流焊接。

[0025] 具体地，在所述封装步骤中，通过对所述miniled芯片进行模压灌胶或印刷封胶的

方式进行封装，使所述miniled芯片表面形成封装胶，其中所述封装胶中含有荧光粉。

[0026] 具体地，在所述异向导电胶制作步骤中，所述异向导电胶/异向导电胶膜的厚度为

10～12μm。

[0027] 相比现有技术，本发明的有益效果在于：

[0028] 1 .本发明的miniled背光基板封装方法能够实现芯片正、负极间隙最小为20μm的

封装，而且其封装方式操作简易，能够避免出现正、负极的微短路。

[0029] 2.本发明的miniled背光基板封装方法的粘结剂为树脂(白色树脂)，其挥发性比

银浆或锡膏的溶剂的挥发性要弱，在封装的过程中，树脂较小地挥发，避免在生产过程中因

粘结剂挥发而导致粘结失效。

[0030] 3.本发明的miniled背光基板封装方法在封装步骤中，将所述miniled芯片与所述

电路焊盘通过回流焊接的方式焊接在一起，回流焊接后，所述异向导电胶制作步骤所用到

的白色树脂熔化，并因表面张力包裹所述miniled芯片的侧面，从而将芯片独立包裹，形成

反射杯，提高了光的反射亮度，并隔离了光的衍射，从而实现阻光，提高视觉感受。进一步，

该反射杯能够实现聚光功能，可加大背光亮度，充分节能，并且能够解决串光衍射的问题。

附图说明

[0031] 图1为双面覆铜板的示意图；

[0032] 图2为钻孔步骤的示意图；

[0033] 图3为镀铜步骤的示意图；

[0034] 图4为填孔步骤的示意图；

[0035] 图5为电路制作步骤的示意图；

[0036] 图6为阻焊层制作步骤的示意图；

[0037] 图7为抗氧化层制作步骤的示意图；

[0038] 图8为异向导电胶制作步骤的示意图；

[0039] 图9为固晶步骤的示意图；

[0040] 图10为回流焊接后的miniled背光基板的示意图；

[0041] 图11为封装后的miniled背光基板的示意图。
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具体实施方式

[0042] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本发明做进一步描述，需要说明的是，在不

相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施

例。

[0043] 一种miniled背光基板封装方法，包括以下步骤：

[0044] 备料步骤(结合图1)：准备双面覆铜板，双面覆铜板的厚度为100～1000μm，其中单

层铜箔的厚度为12～35μm。具体地，双面覆铜板的树脂层为BT树脂。具体地，双面覆铜板为

Tg值大于150摄氏度的FR4双面覆铜板。

[0045] 钻孔步骤(结合图2)：对双面覆铜板进行钻孔，确保所钻的钻孔贯穿双面覆铜板的

两层铜箔。

[0046] 镀铜步骤(结合图3)：对双面覆铜板的钻孔孔壁进行镀铜，以使位于钻孔孔壁的镀

铜层连接双面覆铜板两面的铜箔，以使双面覆铜板两面的铜箔形成电连接。

[0047] 填孔步骤(结合图4)：用白色树脂或白色油墨将钻孔填满。具体地，在填孔步骤中，

将钻孔填满后，将钻孔孔口边缘处多余的树脂或油墨研磨去掉，以使钻孔孔口边缘处平整。

[0048] 电路制作步骤(结合图5)：在双面覆铜板的两面分别制作正、反面电路，并在所述

电路设置电路焊盘。

[0049] 阻焊层制作步骤(结合图6)：用白色阻焊油墨将双面覆铜板的底面涂覆，用白色阻

焊油墨将双面覆铜板的顶面边缘涂覆，以保护电路。

[0050] 抗氧化层制作步骤(结合图7)：在电路焊盘的裸露表面镀抗氧化层。具体地，在抗

氧化层制作步骤中，抗氧化层为镍金、镍钯金或OSP抗氧化膜。

[0051] 异向导电胶制作步骤(结合图8)：通过白色树脂将异向导电胶贴附在需要贴装

miniled芯片的电路焊盘。具体地，在异向导电胶制作步骤中，异向导电胶的导电粒子的球

径为5～10μm，导电粒子采用铋‑锡合金。

[0052] 固晶步骤(结合图9)：将miniled芯片转移至相应的电路焊盘，并将miniled芯片粘

合在所述异向导电胶的表面。具体地，在固晶步骤中，miniled芯片为miniled倒装芯片，将

miniled倒装芯片的正、负极分别通过异向导电胶来实现与基板的正、负极焊盘电连接，实

现导通。

[0053] 封装步骤(结合图10、图11)：将miniled芯片与电路焊盘通过回流焊接的方式焊接

在一起，回流焊接后，异向导电胶制作步骤所用到的白色树脂熔化，并因表面张力包裹

miniled芯片的侧面，而异向导电胶膜在miniled芯片的底部熔化，实现miniled芯片的底部

焊盘与基板焊盘的导通焊接。具体地，在封装步骤中，按特定的ACF或ACP回流温度曲线，对

完成固晶的基板进行回流焊接。具体地，在封装步骤中，通过对miniled芯片进行模压灌胶

或印刷封胶的方式进行封装，使miniled芯片表面形成封装胶，其中该封装胶中含有荧光

粉。

[0054] 上述实施方式仅为本发明的优选实施方式，不能以此来限定本发明保护的范围，

本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所

要求保护的范围。
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图7

图8
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图9
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图10
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图11
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